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Verfahren zum Ubertragen von Bauteilen (2, 27, 2°7) von einem
Gebersubstrat (1) auf ein Empfangersubstrat (8) mit zumindest den

folgenden Schritten, insbesondere mit dem folgenden Ablauf:

i} Bereitstellen und/cder Erzeugen der Bauteile (2, 27, 277) auf dem
Gebersubstrat (1),

i1} Ubertragen der Bauteile (2, 27, 2°°) des Gebersubstrates (1) auf
ein Transfersubstrat (4, 47),

iii) Ubertragen der Bauteile (2, 2’, 2°") von dem Transfersubstrat (4,

4y auf das Empfingersubstrat (8),

wobei die Bauteile (2, 27, 2°°) mittels Bondmittel (6) und/oder

Debondmittel (7) selektiv iibertragbar sind.
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t iii) durch die Bondmittel

insbesondere durch Laserstrahlung, fixiert werden.

Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden AHS}&‘““QE’;&
wobei einzelne Bauteile (2, 27, 2°°) oder mehrere Bauteile (2, 27, 277)

okal begrenzt bei dem Ubertragen in Schritt ii) und/oder in Schritt i1i)

durch die Debondmittel (7), freigegeben werden.

Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei zu dem Selektieren die Bauteile (2, 27, 277) zumindest einmal
durch eine, insbesondere elektrische, Priifung auf Funktionalitdt geprift

werden.

Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriche,
wobei bei dem Ubertragen in Schritt ii) das Transfersubstrat (4, 47) die
auf dem Gebersubstrat (1) bereitgestellten Bauteile (2, 27, 277)
kontaktiert und/oder mit Druck beaufschlagt, so dass die Bauteile (2,
2°, 27) zwischen dem Gebersubstrat (1) und dem Transfersubstrat (4,

4’y in einer bestimmten Position gehalten werden.

Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei beim Ubertragen in Schritt iii) die auf dem Transfersubstrat (4,
4’y angecrdneten Bauteile (2, 27, 2°°) das Empféangersubstrat (8)
kontaktieren und/oder mit Druck beaufschlagen, so dass die Bauteile (2,
2°, 2°*) zwischen dem Transfersubstrat (4, 4’) und dem

Empfingersubstrat (8) gehalten werden.
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ist, welche insbesondere durch wirken der Debondmittel {7) und/oder
hre Hafteigenschaften beziiglich der Bauteile (2,27,

Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Gebersubstrat (1) und/oder das Transfersubstrat (4, 4°)
und/oder das Empfingersubstrat (8) fiir die Laserstrahlung durchlidssig

ausgebildet sind.

Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei das Transfersubstrat (4, 4°) Fixierelemente (10) aufweist, welche
die Bauteile (2, 2°, 27°) bei dem Ubertragen, insbesondere durch

Oberflichenadhision, fixieren.

Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei die Fixierelemente (10) aus einem Polymerwerkstoff bestehen

und/oder saugnapfahnlich ausgebiidet sind.
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wobei das Transfersubstrat (4, 4°) eine, insbesondere elastiscne, Folie

ist.
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Verfahren nach mindest

Gebersubstrates (1) auf ein Transfersubstrat (4, 47) tbertragbar sind,
und wobei die Bauteile (2, 27, 2°") von dem Transfersubstrat (4, 4°) auf
das Empfingersubstrat (8) iibertragbar sind, und wobei bei das
Ubertragen der Bauteile (2, 2°, 2°°) auf das Trigersubstrat und/oder das
Empfingersubstrat mittels Bondmittel (6) und/oder Debondmittel (7)

selektiv durchfthrbar ist.
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14. Lichtemittierende Diocde (LED) (9) hergestellt pach einem Verlahren

f alam 1 e 17
nach den Ansprichen ! bis 172
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